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会告 耐 熱 複 合 材 料 ・ コ ー テ ィ ン グ の 高 度 化 に 関 す る 研 究 会  

第 4 回  ワ ー ク シ ョ ッ プ : 

先 端 分 析 ・ 計 測  

 

セ ラ ミ ッ ク ス 基 複 合 材 料 (Ceramic Matr ix  Compos i tes :CMCs)、 熱 遮

蔽 コ ー テ ィ ン グ (TBC)や 耐 環 境 コ ー テ ィ ン グ (EBC)と い っ た 先 進 複 合

材 料 と コ ー テ ィ ン グ 技 術 に 注 目 が 集 ま っ て い ま す が 、 更 な る 高 度 化 の

た め に は 、新 た な 材 料 プ ロ セ ス 、評 価 、シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 技 術 が 不 可 欠

で す 。 第 4 回 の ワ ー ク シ ョ ッ プ に お い て は 最 先 端 の 計 測 技 術 を ご 紹 介

頂 く 予 定 で す 。 今 後 の 研 究 開 発 の ヒ ン ト ・ ア イ デ ア を 得 る 良 い 機 会 と

な る と 思 い ま す の で 、 多 く の 皆 様 の ご 参 加 を お 待 ち し て お り ま す 。  

 

主 催 : 東 京 理 科 大 学  工 学 部  機 械 工 学 科  

共 催 : 日 本 セ ラ ミ ッ ク ス 協 会  耐 熱 複 合 材 料・コ ー テ ィ ン グ の 高 度 化 に

関 す る 研 究 会  

開 催 日 時 : 2021 年 11 月 11 日 (木 ) 15:00-16:30  

場 所 : Web 開 催 (WebEx を 利 用 ) 

参 加 費 : 無 料  

申 し 込 み 方 法 :以 下 の リ ン ク よ り 参 加 登 録 頂 き た く よ ろ し く お 願 い い た

し ま す 。 (あ る い は 、 inoue . ryo@rs . tus .ac . jp 宛 に ご 所 属 、 お 名 前 、 メ

ー ル ア ド レ ス を ご 連 絡 頂 い て も 結 構 で す ) 

https ://www. inouelab . jp/ホ ー ム -日 本 語 /耐 熱 複 合 材 料 -コ ー テ ィ ン

グ の 高 度 化 研 究 会 / 

お 申 し 込 み 頂 い た 方 に Web 会 議 の 情 報 を 送 信 し ま す 。  

 

  



第 4 回 ワ ー ク シ ョ ッ プ  プ ロ グ ラ ム  

 

セ ラ ミ ッ ク ス プ ロ セ ス の 最 前 線  

 

15:00- 15:10  
「開会挨拶」 

   
東京理科大学 井上 遼 

 
15:10-15:40 (質疑応答 15:40-15:50) 

「放射線 X 線 CT による電子デバイスの信頼性解析:MLCC の電極構造形成プロセス」 
 

国立研究開発法人 物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 研究員 
 

大熊 学 氏 
 

15:50-16:20 (質疑応答 16:20-16:30) 
「電子顕微鏡による先端ナノスケール 3D構造解析 :STEM 

トモグラフィと高精度 Z軸 FIB-SEM トモグラフィ」 
 

JFE テクノリサーチ株式会社 機能材料ソリューション本部 
ナノ解析センター 主査 

宇部 卓司 氏 
 

16:30-16:35 
「閉会挨拶」 

 
 

問い合わせ 
東京理科大学 工学部機械工学科 

井上 遼 Mail: inoue.ryo@rs.tus.ac.jp 


